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——外延片——
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　　　11.1.1 LED产业链结构简介

　　　11.1.2 LED产业链价值环节

　　　11.1.3 LED产业链投资情况

　　　　1、产业链上游投资情况

　　　　2、产业链中游投资情况

　　　　3、产业链下游投资情况

　　　11.1.4 LED产业链竞争格局

　　　　1、产业链上游被日、欧、美企业垄断

　　　　2、产业链中游台韩企业占优

　　　　3、产业链下游本土企业与国际品牌共存

　　11.2 LED外延发光材料的选择

　　　11.2.1 LED发光技术的基础

　　　　1、半导体自发发射跃迁

　　　　2、半导体自发发射跃迁特点

　　　11.2.2 半导体能带特征和外延材料选择
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　　　　1、可见光波长与外延半导体禁带宽度的关系

　　　　2、直接跃迁与间接跃迁

　　　　3、外延材料选择

　　11.3 LED芯片行业发展现状分析

　　　11.3.1 全球LED芯片行业市场分析

　　　　1、全球LED芯片市场规模

　　　　2、全球LED芯片竞争格局

　　　　3、全球LED芯片区域分布

　　　　4、全球LED芯片前景分析

　　　11.3.2 中国LED芯片行业市场分析

　　　　1、中国LED芯片市场规模

　　　　2、中国LED芯片竞争格局

　　　　3、中国LED芯片区域分布

　　　　4、中国LED芯片前景分析

第12章：国内外外延片行业发展状况分析

　　12.1 全球外延片行业发展现状分析

　　　12.1.1 全球外延片行业发展概况

　　　12.1.2 全球外延片市场发展现状分析

　　　12.1.3 全球外延片竞争格局分析

　　　12.1.4 全球外延片市场前景分析

　　12.2 中国外延片行业发展现状分析

　　　12.2.1 中国外延片行业发展概况

　　　12.2.2 中国外延片行业供给情况

　　　12.2.3 中国外延片行业需求情况

　　12.3 中国外延片行业竞争格局分析

　　　12.3.1 中国外延片行业竞争格局

　　　12.3.2 中国外延片行业五力分析

　　　　1、行业现有竞争者分析

　　　　2、行业潜在进入者威胁

　　　　3、行业替代品威胁分析

　　　　4、行业供应商议价能力分析

　　　　5、行业购买者议价能力分析

　　　　6、行业竞争情况总结

第13章：外延片行业前景预测与投资建议

　　13.1 外延片行业发展趋势与前景预测

　　　13.1.1 行业发展因素分析

　　　　1、有利因素

　　　　2、不利因素

　　　13.1.2 行业发展趋势预测

　　　13.1.3 行业发展前景预测

　　13.2 外延片行业投资现状与风险分析

　　　13.2.1 行业投资现状分析

　　　13.2.2 行业进入壁垒分析

　　　　1、技术与人才壁垒

　　　　2、资金壁垒

　　　13.2.3 行业经营模式分析

　　　13.2.4 行业投资风险预警

　　　　1、下游市场季节性波动风险

　　　　2、宏观经济波动风险

　　　　3、市场竞争风险

　　13.3 外延片行业投资机会与热点分析

　　　13.3.1 行业投资价值分析

　　　13.3.2 行业投资机会分析

　　　13.3.3 行业投资热点分析

　　　13.3.4 行业投资策略分析

——领先企业——
第14章：中国半导体硅片企业案例解析

　　14.1 中国半导体硅片企业梳理与对比

　　　14.1.1 业务布局对比
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　　　14.1.2 研发投入对比

　　　14.1.3 营收规模对比

　　　14.1.4 盈利能力对比

　　14.2 中国半导体硅片企业案例分析（不分先后，可定制）

　　　14.2.1 台湾环球晶圆 Global Wafers

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.2 上海硅产业集团股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.3 TCL中环新能源科技股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.4 杭州立昂微电子股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.5 锦州神工半导体股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.6 浙江中晶科技股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.7 有研半导体硅材料股份公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户
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　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.8 上海超硅半导体股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.9 西安奕斯伟硅片技术有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

　　　14.2.10 麦斯克电子材料股份有限公司

　　　　1、企业基本信息

　　　　2、企业经营情况

　　　　3、企业业务架构/营收结构

　　　　4、企业半导体硅片产线布局

　　　　5、企业半导体硅片尺寸布局

　　　　6、企业半导体硅片合作客户

　　　　7、企业半导体硅片布局战略&优劣势

第15章：中国外延片企业案例分析

　　15.1 中国外延片企业梳理与对比

　　15.2 中国外延片领先企业案例分析（不分先后，可定制）

　　　15.2.1 三安光电股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要经济指标

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业渠道分布分析

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　　9、企业最新发展动向分析

　　　15.2.2 杭州士兰微电子股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要经济指标

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业典型客户分析

　　　　7、企业发展优劣势分析

　　　　8、企业最新发展动向分析

　　　15.2.3 厦门乾照光电股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析
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　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要指标分析

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业销售区域分析

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　　9、企业最新发展动向分析

　　　15.2.4 安徽德豪润达电气股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要经济指标

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业典型客户分析

　　　　6、企业发展优劣势分析

　　　　7、企业最新发展动向分析

　　　15.2.5 有研新材料股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要经济指标

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　　（1）研发团队

　　　　　（2）研发专利布局

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业销售网络分析

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　15.2.6 华灿光电股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要指标分析

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　　（1）研发团队

　　　　　（2）技术研发方向布局

　　　　　（3）技术专利布局

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业发展优劣势分析

　　　　8、企业最新发展动向分析
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　　　15.2.7 无锡华润华晶微电子有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业典型客户分析

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　15.2.8 江苏澳洋顺昌股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要指标分析

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业销售区域分布情况

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　　9、企业最新发展动向分析

　　　15.2.9 上海新傲科技股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业经营情况分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　　（1）研发部门布局

　　　　　（2）研发团队

　　　　5、企业外延片产能及在建项目

　　　　6、企业外延片业务经营情况

　　　　7、企业典型客户分析

　　　　8、企业发展优劣势分析

　　　15.2.10 江西联创光电科技股份有限公司

　　　　1、企业发展简况分析

　　　　2、企业主要经济指标

　　　　　（1）企业主要经济指标

　　　　　（2）企业盈利能力分析

　　　　　（3）企业运营能力分析

　　　　　（4）企业偿债能力分析

　　　　　（5）企业发展能力分析

　　　　3、企业产品结构分析

　　　　4、企业外延片技术水平分析

　　　　5、企业外延片业务经营情况

　　　　6、企业发展优劣势分析

　　　　7、企业最新发展动向分析
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如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188  0755-82925195 82925295 83586158 

或发电子邮件：service@qianzhan.com 
 
或登录网站：https://bg.qianzhan.com/
 
我们会竭诚为您服务！ 
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